	《产品EMC正向设计与案例分析》

	
	  在产品系统设计阶段，如何在结构方面考虑电磁兼容设计？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  在产品PCB设计阶段，哪些地方要进行电磁兼容设计考虑，如何针对PCB设计进行电磁兼容检查？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  在产品原理设计阶段，哪些地方要进行电磁兼容滤波设计，如何针对原理图设计进行电磁兼容评审？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  如何在低成本条件下，通过设计使得产品满足电磁兼容要求？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  在产品设计的过程中，由于企业工程师缺乏电磁兼容系统设计经验，同时企业没有相应的电磁兼容设计流程以及对应的电磁兼容知识库支撑，导致大多企业目前只能采取逆向设计流程。

	
	  电磁兼容逆向设计主要表现为：在产品研发设计阶段工程师只能根据自身的经验，或分析同行产品作为参照进行电磁兼容设计，但由于没有基于电磁原理进行设计，测试阶段往往不能通过电磁兼容标准，满足产品电磁兼容需求。同时在产品测试后期进行电磁兼容整改需要受到系统架构、结构布局等因素限制，往往不能快速低成本完成问题整改优化，延缓了产品上市进度，给企业带来很大的困扰。想要在产品设计之阶段解决电磁兼容问题，则必须采用完善的电磁兼容正向设计。

	
	  那么如何进行电磁兼容正向设计？产品电磁兼容正向设计，是以电磁兼容理论、方法和过程模型为指导，面向复杂产品，从系统（电路、PCB、结构、电缆）角度进行电磁兼容设计，旨在提升产品电磁兼容性能。

	
	  为了帮助企业建立电磁兼容正向设计理念与流程，作为国内首家全流程电磁兼容工程技术服务与解决方案提供商，赛盛技术结合近二十年电磁兼容正向设计、整改、咨询等技术服务经验，特别在通信、航空航天、军工设备、汽车电子、医疗设备、电力电子、铁路设备、安防监控等行业丰富的电磁兼容实际问题解决经历，特举办产品电磁兼容正向设计与检视专题研修班，与广大产品设计人员分享产品的电磁兼容正向设计思路、理念与经验，帮助工程师在产品设计全过程之中进行电磁兼容设计与检视，避免产品在后期测试与应用中出现电磁兼容与干扰问题。

	
	  通过参加学习与讨论，可以使得参训学员掌握产品电磁兼容正向设计思路、原理图滤波设计要点与思路、PCB电磁兼容设计要点与思路、结构电磁兼容设计要点与思路。本次课程将对“在研发阶段如何进行电磁兼容正向设计与检视”进行详细讲解，能够系统提升工程师产品电磁兼容正向设计技能，帮助工程师在产品设计源头解决电磁兼容问题。
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	  吴老师有丰富的电路设计经验,10多年的硬件工程设计经历，多年EMC整改、设计累积，专长于民品军品电磁兼容与防雷设计、测试、问题整改以及研发技术平台流程体系建设、产品市场电磁兼容与防雷问题解决，并在业界率先提出了“系统流程法、专人负责制”EMC流程设计方法与理念！并已经在多家企业实施应用！具有丰富的授课交流经验，多次举办公开课，传授EMC整改、设计知识！
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  其中华为公司工作5年，专门从事通讯产品系统电磁兼容与防雷工程的设计、验证、认证工作，有丰富的EMC设计、测试、整改经历，在复杂产品系统EMC、防雷工程领域积累了丰富理论及实践。港湾网络通信公司任EMC部门经理，主持整个公司电磁兼容、安规、防雷工作。自2005年加盟赛盛技术，现为深圳市赛盛技术有限公司首席电磁兼容(EMC)专家，专注电磁兼容工程设计咨询。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  从05年10月2022年12月，由赛盛技术主办，在深圳、上海、成都和北京已成功举办300多期EMC系列课程，参加企业达到6000多家，参训的学员达到30000多人，上百次成功给国内外著名企业进行EMC讲座、技术整改、产品EMC设计、EMC技术咨询、企业EMC研发流程建设等工作,受到企业研发人员高度评价和技术认可。
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